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ANTECEDE!.TES DE LA IliVBUCIOH 
E xiste  una.demanda rápidamente c rec ien te  de a r t íc u ­

lo s  m etalizados, por ejemplo en l a  producción de a r t íc u lo s  
p lá s t ic o s  de bajo coste que.presentan  un-aspecto m etálico 
simulado. Estos a r t íc u lo s  son so lic ita d o s  en in d u s tr ia s  co­
mo l a  del automóvil, a r t íc u lo s  domésticos, ra d io  y te le v i­
sió n  para uso en re c ip ie n te s  decorativos y s im ila re s . Has­
t a  ahora, l a  m eta lización  de lo s  p lá s t ic o s  y s im ila re s  re ­
q uería  muchas fa se s  de proceso y, en gen era l, es to s proce­
sos solamente han sido a p lic a b le s  a un su b s tra to  o a unos po- 

' eos substratos a f in e s . Resultó especialm ente sorprendente en­
con tra r que lo s  p lá s t ic o s  y s im ila res  podían se r recu b ie r­
to s  con m etales mediante e l  uso de sesq u isu lfu ro  de fó sfo ro  

Un objeto  de es te  invento es proporcionar un proce­
dimiento. se n c illo  para e l  m etalizado de*los p lá s t ic o s . Otro 
objeto d e l invento es proporcionar un procedim iento que es 
ap lic ab le  a l  recubrim iento de muchos su b s tra to s  d ife re n te s .

20

Otro objeto  del invento es proporcionar a r t íc u lo s  con un re  
vestim lento  m etálico adinérente que es r e s is te n te  a l  pelado, 
a lo s  c ic lo s  de tem peratura y  a l a  corrosión . Estos r e v e s t i ­
mientos son e léctricam en te conductores, con lo  cual la s  car
gas e s tá t ic a s  pueden se r d isipadas rápidamente de l a s  super 
f i e l e s .  Los revestim ien tos m etálicos s irven  además para pro 
teg e r lo s  a r t íc u lo s  contra l a  ab rasión , arañado y d e te r io ­
ro , reducen su porosidad y aumentan su conductividad térm i­
ca. El procedimiento de es te  invento puede ser u ti l iz a d o  
para espejos u n id irecc io n a le s  y s im ila re s ; d isp o s itiv o s  co­
le c to re s  de agua y líq u id o s  y s im ila re s ; revestim ien to s pro 
te c to re s  sobre casas,.au tom óviles, canoas, p ostes del ten­
dido e lé c tr ic o , lu ces c a l le je ra s  y s im ila re s ; en e l con tro l



38240?
i

s

10

15

20

25

30

térmico 3e prendas de v e s t i r ,  casas y s im ila res ; y a s i  suce­
sivamente.

COMPENDIO DE LA INVENCION
Esta invención proporciona un procedimiento que con 

s is te  en formar un compuesto de m etal-fósforo  o m eta l-fó s­
fo ro -azu fre  en l a  su p e rfic ie  de un su b stra to  para v o lv e rla - 
su scep tib le  a l  recubrim iento no electrolítico convencional y/o 
a l  recubrim iento e le c t r o l í t i c o .  Más especialm ente, e s ta  in ­
vención proporciona un procedimiento que consiste  en some­
t e r  un substra to  a l a  acción de fó sfo ro  elem ental o dó ses- 
q u isu lfu ro  de fósfo ro  de forma que se deposite fósfo ro  o 
sesqu isu lfu ro  de fó sfo ro  sobre l a  su p e rfic ie  y poner en con 
ta c to  después l a  su p e rfic ie  a s i  tra ta d a  con una solución 
de una sa l m etálica o un complejo de l a  misma para formar 
un compuesto de m eta l-fósfo ro  o de m eta l-fó sfo ro -azu fre . En 
un aspecto de l a  invención, l a  su p e rfic ie  tra ta d a  es someti­
da a un m etalizado n o 'e lec tro lítico  para d eposita r un re v e s t í  
miento conductor s in  e lectrodos sobre l a  su p e rf ic ie . A con­
tinuación , e l  a r t íc u lo  es recu b ie rto  e lec tro lític am e n te  pa­
ra  d ep o sita r un revestim iento  m etálico adinérente del espesor 
deseado sobre e l revestim iento  conductor no e le c t r o l í t i c o .

Asimismo, de acuerdo con la invención, se proporcio 

na un artículo con un compuesto de metal-fósforo o de me­

tal-fósforo-azufre formado adherentcmente en la superficie 

del substrato.

DESCRIPCION DE LAS REALIZACIONES PREFERIDAS
El procedimiento de e s ta  invención es ap licab le  a 

su b s tra to s , como p lá s tic o s  y a o tro s su b s tra to s  su s ta rc ia l-  
mentc no m etá licos. Los su b s tra to s  adecuados son, aunque sin 
lim ita rn o s a e l lo s , lo s  m ate ria le s  ce lu ló sicos y cerámicos



como t e l a ,  papel, madera, cercho, cartón , a r c i l l a ,  porce­
lana, enero, v id r io  poroso, amianto, cemento y s im ila re s .

Los p lá s t ic o s  t íp ic o s  a lo s  que es ap lic ab le  e l pro 
cedimiento de e s ta  invención son lo s  homopolímeros y- copo- 
lim eros de hidrocarburos a l i f á t i c o s  etilón icam ente insár- 
tu rados, a l ic ic l ic o s  y arom áticos, como copolímeros de 
p o lie ti le n o ,.p o lip ro p ile n o , po libu teno  y e tilen p ro p ile n o ; 
copolímeros de e ti le n o  o propileno con o tra s  d e f in a s ,  po- 
lib u tad ien o ; polím eros de butadieno, p o li-iso p ren o , tan to  
n a tu ra l como s in tá t ic o , p o lie s tire n o  y polímeros de pente- 
no, hexeno, hepteno, octeno, 2-m etilpropeno, 4-m e til-h e -  
xeno-1, b ic ic lo - ( 2 . 2 . l ) - 2-hepteno, pentadieno, hexadieno, 
2 , 3-d im e tilb u tad ie n -1, 3 , v ir ilc ie lo h e x e n o , c ic lo p en tad ie - 
no, m e tile s tire n o  y s im ila re s . Los polím eros t i t i l e s  en l a  
invención son l a s  re s in a s  de poli-indenindenocum aron?; p o li 
meros de á s te re s  a c r i l ic o s  y polím eros d e .á s te re s  m etacrí- 
l ic o s , re s in a s  de a c r i la to  y m e tac rila to  como a c r i la to  de 
e t i lo ,  m e ta c rila to  de n -b u tilo , m e tac rila to  de iso b u ti lo , 
m e ta c rila to  de e ti lo -y .m e ta c r i la to  de m etilo ; re s in a s  a l -  
qu íd icas; derivados de ce lu losa  como ac e ta to  de ce lu lo sa , 
a c e ta to -b u tira to .d e  ce lu lo sa , n i t r a to  de ce lu lo sa , e t i l c e -  
lu lo sa , h id ro x ie ti lc e lu lo sa , m e tilc e lu lo sa  y carboxim etil- 
ce lu losa  sódica; re s in a s  epóxidas; re s in a s  fu rá n ic a s  (aleo 
hol fu r f u r í l ic o  o fu rfu ra l-c e to n a ); re s in a s  hidrocarbonadas 
procedentes del p e tró leo ; re s in a s  is o b u tilá n ic a s  (p o li- is o -  
b u tile n o ); re s in a s  de iso c ian a to  (p o liu re tan o s); re s in a s  de 
melamina como la s  de melamin&-formaldehído y melaDíina-urca- 
formald'ohído; o leo rre s in a s; re s in a s  fe n ó lic a s  como la s  de 
fenol-form aldehído, fenó lico -elastóm ero , fenó lico -epox i, 
fenólico-po liam ida y fe n ó lic o -v in ila c e ta le s ;  polímeros de
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p o lian ida , como poliam idas, poliam ida-epoxi y especialmen­
te  la s  acidas polim óricas s in té t ic a s  de cadena la rg a  que 
contienen grupos carbonamida periód icos como p a rte  in te ­
g ra l de l a  cadena polim érica p rin c ip a l; re s in a s  de p p lié s -  
t e r  como p o lié s te re s  saturados de ácidos d ibásicos y com­
puestos d ih id ro x ilic o s  y re s in a s  de po lióster-o lastóm ero  
y re so rc in o l como la s  de resorcino l-fo rm aldeh ido , re so r-  
c ln o l- fu r fu ra l , reso rcino l-feno l-fo rm aldeh ido , re so rc in o l-  
poliam ida y re so rc in o l-u re a ; cauchos como caucho n a tu ra l, 
p o li-iso p ren o  s in té t ic o , caucho regenerado, caucho clorado, 
po libu tad ieno , caucho c ic lado , caucho de b u tad ien o -ac rilo - 
n i t r i l o ,  caucho de butad iei-o-estireno  y caucho b u ti l ic o ;  
caucho do neopreno (po lic lo rop reno ); p o lisu lfu ro s  (Thiokol) 
re s in a s  te rpó n icas; re s in a s  de urea; re s in a s  v in i l ic a s  como 
lo s  polímeros de v in i la c e ta l ,  ace ta to  de v in ilo  o copolimc- 
ro  de alcohol v in il ic o -a c é ta to  de v in ilo , alcohol v i n i l i -  
co, cloruro de v in ilo , v in i lb u t i r a l ,  copolimero de clo ru ro - 
ace ta to  de v in ilo  y copolimero de v in ilp ir ro lid o n a  y cloru­
ro  de v in ilid en o ; poliform aldehido; óxido de p o lifen ilen o ; 
polímeros de d i a l i l f t a l a to s  y f ta la to s ;  po licarbonatos de 
fosgeno o tio fosgeno y compuestos d ih id rox ilados como b i ^  
fen o les , polímeros term oplásticos de b is fc n o le s  y ep ic lo r-  
h id rin a  (cuyo nombre comercial es polímeros Phenoxy); copo 
lim eros y polím eros de in je r to  de hidrocarburos in sa tu ra ­
dos y un monómero 'insaturado , como copolímeros de in je r to  
de po libu tad ieno , e s tire n o  y a c r i lo n i t r i lo ,  normalmente 
denominados re s in a s  ABS, polím eros de ÁBS-cloruro de p o li-  
v iiü ilo , recientem ente in troducidos con e l nombre comercial
de Cycovin; y polímeros a c r í l ic o s  de cloruro  do p o liv in ilo ,!conocidos con e l  nombro de Iíydex 100.
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Los polím eros 3e l a  invención pueden se r% .tiliz ad o s  

s in  contener cargas o con cargas como f ib r a  de v id r io , v i­
d rio  en polvo, p e r la s  de v id r io , amianto, ta lc o  y o tra s  
cargas m inerales, s e r r ín  de madera y o tra s  cargas vegetadoí 
carbón en sus d iversas form as, co lo ran tes, pigmentos, ce­
r a s  y s im ila re s .
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Los su b s tra to s  de l a  invención pueden encontrarse 
en d iversas formas f í s i c a s ,  t a le s  como a r t íc u lo s  configura 
dos, por ejemplo p iezas moldeadas, lám inas, v a r i l l a s  y s i ­
m ilares; f ib r a s ,  p e líc u la s .y  te j id o s  y s im ila re s .

En la  prim era etapa d e l procedimiento p re fe rid o  de la  
invención, e l  su b s tra to  se tra ta .c o n  sesq u isu lfu ro  de fó s­
fo ro  o fó sfo ro  elem ental, que comprende fó sfo ro  blanco y 
les-diversos tip o s  com erciales o impuros de-fósfo ro  am urille . 
El sesq u isu lfu ro  de fósfo ro  puede se r  u ti l iz a d o  en forma 
líq u id a  o d isu e lto  en un d iso lv en te . El fó sfo ro  elem ental 
puede se r u ti l iz a d o  en fa se  de vapor, en forma líq u id a  o 
d isu e lto  en un d iso lv en te . Los d iso lv en te s  o d ilu y en tes  
adecuados para e l  sesqu isu lfu ro  de fó sfo ro  o para e l fó sfo  
ro  elem ental son aquóllos que d isuelven  a l  sesq u isu lfu ro  
de fó sfo ro  o a l  fósfo ro  elem ental y  que preferib lem ente 
hinchan la  su p e rfic ie  de un p lá s tic o  s in  a fe c ta r  p e rju d i- . 
cialmento a l a  su p e rfic ie  del mismo. E stos d iso lv en te s  son
lo s  h idrocarburos halogenados y halocarburos como c lo ro fo r­
mo, e tilc lo ro fo rm o , fen ilc lo ro fo rm o, d ic lo ro e tile n o , t r i d o  
ro e ti le n o , p e rc lo ro e tile n o , tr ic lo ro e ta n o , dicloropropano, 
dibromuro de e t i lo ,  clorobromuro de e t i lo ,  dibromuro de uro 
p ilen o , monoclorobenceno, monoclorotolueno y s im ila re s ; h i­
drocarburos arom áticos como benceno, to lueno , x ilen o , e t i l -  
benceno, n afta len o  y s im ila re s ; cetonas como acetona, netil--
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1 e ti l-c e to n a  y s im ila res ; ácido acé tico ; mezclas de ácido 

acé tico  y t r ic lo ro e t i le n o ;  d isu lfu ro  de carbono y simi­
la r e s .

Cuando se emplea en e l  procedimiento una solución
5 de sesqu isu lfu ro  de fó sfo ro , l a  concentración de l a  solu­

ción e s tá  comprendida generalmente en tre  0,0001 % en peso 
de sesqu isu lfu ro  de fó sfo ro , calculado sobre e l  peso de l a  
solución, y l a  sa tu rac ión  y preferib lem ente e s tá  comprendi­
do en tre  0,5 y 2,5 % aproximadamente. Antes de poner en

10 contacto e l  su b stra to  con e l  sesqu isu lfu ro  de fó sfo ro , l i ­
quido o en so lución , l a  su p e rfic ie  del su b s tra to  debe es­
t a r  lim pia. Cuando se u t i l i z a  una solución, generalmente 
el disolvente sirve para limpiar l a  superficie. Puede ser 
conveniente un lavado con d iso lven te  cuando se emplea ses-

1S qu isu lfu ro  de fó sfo ro  liq u id o . El tra tam ien to  con sesqui­
su lfu ro  de fósfo ro  se r e a l iz a  generalmente a una temperatu 
r a  por debajo del punto de ablandamiento del su b stra to  y 
por debajo del punto de eb u llic ió n  del d iso lven te , s i  se 
u t i l i z a  un d iso lv en te . En general, l a  tem peratura e s tá  com

20 prendidad en tre  unos 0° y 135°C, pero de p re fe ren c ia  e s tá  
comprendida en tre  15° y 75°C aproximadamente'. El tiempo de 
contacto v a r ía  con l a  na tu ra leza  del su b s tra to , con e l di­
solvente y con la  tem peratura, pero generalmente es del 
orden de 1 segundo a 1 hora o más, p referib lem ente del

25 orden de 1 a 20 m inutos.
Cuando se emplea en e l  procedimiento una solución 

de fó sfo ro , l a  concentración de l a  solución e s tá  compren­
dida generalmente en tre  0,0001 % en peso de fó sfo ro , calcu­
lado sobre e l  peso de l a  solución, y la  sa tu rac ión  y, pro-

30 ferib lom ente, en tre  alrededor de 1,5 a 2,5 /-'* Sin embargo,
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no es necesario* someter l a  su p e rfic ie  a un tra tam ien to  es­
p e c ia l como ataque químico, pulimento y s im ila re s . El t r a ­
tam iento con fó sfo ro  se r e a l iz a  generalmente a una tempe­
ra tu ra  in f e r io r  a l  punto de ablandamiento del su b s tra to  e 
in f e r io r  a l  punto de e b u llic ió n  del d iso lv en te , caso do 
u t i l i z a r s e  e s te  últim o. En g en era l, l a  tem peratura e s tá  coi 
prendida aproximadamente en tre  10° y 135°C pero , de p refe­
re n c ia , en tre  50 y 100°C aproximadamente. El tiempo de con 
ta c to  v a r ia  con l a  n a tu ra leza  del su b s tra to , con e l  d iso l­
vente y con l a  tem peratura, pero generalmente es alrededor 
de 1 segundo a 1 hora o más, de p re fe ren c ia  en tre  1 y 10 
minutos aproximadamente.

Se ha encontrado que sometiendo e l  su b s tra to  a l  d i­
solvente an te s  d e sc r ito , an tes de someterlo a l a  acción 
del sesq u isu lfu ro  do fó sfo ro  o d e l fó sfo ro  elem ental, se 
e je rce  un efecto  muy marcado sobre l a  adhesión del a r t íc u l  
m etalizado f in a l .  La tem peratura del d iso lv en te  e s tá  r e la ­
cionada directam ente con l a  adhesión conseguida. En gene­
r a l ,  l a  tem peratura es alrededor de 30°C por debajo del 
punto de eb u llic ió n  del d iso lv en te , p referib lem ente alred_e 
dor de 50 a 100° y mayor que la  tem peratura de l a  solución 
de sesq u isu lfu ro  de fó sfo ro , en caso de u t i l i z a r s e  una so 
dación. El tiempo de contacto  v a r ía  con l a  na tu ra leza  del 
su b s tra to , con e l  d iso lven te  y con la  tem peratura pero pre 
ferib lem ente es de 1 a 15 minutos.

. Como re su ltad o  de l a  prim era fase  del tra tam ien to , 
o l sesqu isu lfu ro  de fó sfo ro  o e l  fó sfo ro  elem ental se de­
p o sitan  en l a  su p e rfic ie  del su b s tra to . Por esto  entende­
mos que e l  sesqu isu lfu ro  de fósfo ro  o e l  fó sfo ro  elem ental 
pueden e s ta r  lo ca lizad os sobre l a  su p e rf ic ie , incrustados
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en l a  su p e rfic ie  e incrustados por debajo de l a  su p erfi­
cie del su b s tra to . La lo ca lizac ió n  del sesqu isu lfu ro  de 
fó sfo ro  o del fó sfo ro  elem ental depende algo de l a  acción 
del d iso lven te  sobre la  su p e rfic ie , s i  se u t i l i z a  d iso l­
vente;

Después de l a  primera fa se  de tra tam ien to , e l  subs­
t r a to  puede se r enjuagado con un d iso lven te y después pue­
d e-ser secado simplemente exponiéndolo a l a  atm ósfera o 
a atm ósferas in e r te s  como nitrógeno, dióxido de carbono y 
s im ila res  o secando la  su p e rfic ie  con calen tadores rad ian  
te s  o en una es tu fa  convencional. Los tiempos de secado 
pueden v a r ia r  considerablem ente, por ejemplo desde 1 según 
do a 30 minutos o más, preferib lem ente desde 5 segundos a 
10 minutos y todavía mejor desde 5 a 120 segundos. Las etor 
pas de enjuagado y secado son opcionales.

En la  segunda fase  de tra tam ien to  del procedimiento 
de la  invención, e l su b stra to  tra tad o  con sesq u isu lfu ro  de 
fó sfo ro  o con fó sfo ro  eleBiental se pone en contacto con 
una solución de una sa l m etálica o un complejo de una sa l 

m etá lica , que es capaz de reacc ionar con e l  fósfo ro  para 
formar un compuesto de m eta l-fó sfo ro -asu fre  o un compuesto 
de fosfu ro  m etá lico . EL término compuesto de m etal-fósfo ­
ro -azu fre  o compuesto de fo sfu ro  m etálico  u tiliz a d o  aquí 
se r e f ie r e  a l  revestim ien to  de m eta l-fó sfo ro -asu fre  o de 
fosfu ro  m etálico formado en la  su p e rfic ie  dol su b s tra to .
Sin quedarnos l ic i ta d o s  a l  fundamento te ó ric o , lo s  compucs 
to s  pueden se r compuestos ión icos o soluciones (a leaciones; 
Los m etales generalmente empleados son lo s  de Grupos IB, 
IIB, I7B, VB, VLB, VII y V III del Sistema Periódico que anr 
rece  en la s  páginas 60-61 de la  obra Lange's Bandbook of
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Chemistry (décima edición re v isad a ). Los me-bales p re fe r i­
dos son cobre, p la ta , oro, cromo, manganeso, cobalto , 
n íq u e l, pa lad io , t i t a n io ,  c irco n io , vanadio, tá n ta lo , 
cadmio, wolframio, molibdeno y s im ila re s .

Las sa le s  m etá licas que son u t i l iz a d a s  en l a  inven 
ción pueden contener uña amplia variedad  de an iones. Los 
aniones adecuados son lo s  de lo s  ácidos m inerales como 
su lfa to , c lo ruro , brom uro,'yoduro, flu o ru ro , n i t r a to ,  fos­
fa to , c lo ra to , p e rc lo ra to , borato , carbonato, cianuro y 
s im ila re s . También son t i t i l e s  lo s  aniones de lo s  ácidos 
orgánicos como form iato , ac e ta to , c i t r a to ,  b u t i r a to ,  v a le -  
ra to , caproato,. e s te a ra to , o lea to , palm ita to , d im e tilg lio -  
xima y s im ila re s . En g en era l, lo s  aniones de lo s  ácidos 
orgánicos contienen de 1 a 18 átomos de carbono.

Algunas sa le s  m etá licas t i t i le s  son e l su lfa to  de co 
b re , e l  cloruro  de cobre, e i  n i t r a to  de p la ta , e l  cloruro  
de n íquel y e l  su lfa to  de n íq ue l.

Las sa le s  m etá licas pueden e s ta r  complejadas con 
un agente complejanto que produce una solución con un pH 
básico  (0 7 )*  Especialmente á t i l e s  son lo s  complejos amo­
n iaca le s  de la s  sa le s  m etá licas, en lo s  que están  comple­
jadas de 1 a 6 moléculas de amoniaco con la s  sa le s  m etá li­
cas c ita d a s . Entre lo s  ejemplos t íp ic o s  se encuentran lo s  
s ig u ie n te s : NiSO^. 6HH3, Ni(CgEjOOjg.6NH3 , ' OaSO .̂ 61113, 
CuQ-g'áiH^y AgHO^.óiH^, NiSO^.SÜH^, CuSO^.^KH^y N iC l.6111?, 

Ni (HO^g.-T-LE^ y s im ila re s . Otros agentes com plejantes ú t i  
le s  son la  qu ino le ína , l a s  aminas y l a  p ir id in a . Los com­
p le jo s  t i t i le s  son lo s  compuestos de fórmula donde 1,1
es e l  ién  m etálico , X es cloro  o bromo y Q es qu ino le ína. 
Los ejemplos t íp ic o s  son: CoCLg^y CoB^Qg'



11 -

1

3

10

15

20

NiBrgQg; CuClgQg) CuBrgQg y ZnCLgQg*. Los complejos amíni- 
cos d t i le g  son lo s  complejos áe m ono(etilendiam ina), b is -  
(e tilen d iam in a), t r i(e ti le n d ia m in a ) , b i s ( l , 2-propanodiami 
na) y b i s ( l , 3-propanodiamina) de s a le s ,  como e l  su lfa to  
de cobre, lo s  complejos de p ir id in a  t íp ic o s  son NiClg. 
(P i)2 y C uC l^.ÍP i^) donde Pi es p ir id in a .

Las sa le s  m etá licas a n te r io re s  y sus complejos son 
u til iz a d o s  en medios ió n ico s, p referib lem ente en solucio­
nes acuosas. Sin embargo, pueden emplearse medios no acuo 
sos como alcoho les, por ejemplo alcohol m e tílic o , alcohol 
e t í l i c o ,  alcohol b u t í l ic o , alcohol h e p tí l ic o , alcohol de- 

. c íl ic o  y s im ila re s . Pueden emplearse mezclas de alcohol 
y agua. También son t i t i le s  la s  mezclas ion izadas de alco­
hol con o tro s d iso lv en tes  m isc ib les de lo s - t ip o s  an tes 
d e sc r ito s . La concentración de l a  so lu c ió n .e s tá  generalmen 
te  comprendida en tre  0,1 % en peso de sa l m etá lica  o com­
p le jo , calculado sobre e l  peso t o t a l  de l a  so lución, y la  
sa tu rac ión , preferib lem ente en tre  alrededor de 1 a 10 i' en 
peso de sa l m etá lica  o complejo. El plí de l a  solución de 
sa l  m etálica o complejo puede o s c ila r  en tre  4 y 14 aproxi­
madamente, pero generalmente se mantiene en la  reg ión  bási­
ca, es d ec ir superio r a 7 y preferib lem ente alrededor de 
10 a 13.

La fa se  de poner en contacto e l  su b stra to  tra tad o  
con scsqu isu lfu ro  de fó sfo ro  o con fó sfo ro  elem ental con 

' la  solución de sa l m etálica se re a l iz a  generalmente a una 
tem peratura in f e r io r  a l  punto do ablandamiento del substra  
to e in fe r io r  a l  punto de eb u llic ió n  del d iso lv en te , caso 
de emplearse alguno. ''En g enera l, l a  tem peratura e s tá  com­
prendida en tre  30° y 110°C aproximadamente y de p refcrenc i:
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en tre  unos 50° y 100°C. El tiempo de contacto puede v a r ia r  
considerablem ente, dependiendo de l a  n a tu ra leza  del subs­
t r a to ,  de l a s  c a ra c te r ís t ic a s  de la s  sa le s  m etá licas emplee 
das y de l a  tem peratura de contacto . Sin embargo, el* tiempc 
de contacto  e s tá  comprendido generalmente en tre  0,1 y 30 mi 
ñutos y preferib lem ente en tre  unos 5 y 10 m inutos.

Dependiendo de la s  condiciones empleadas en la s  dos 
fa se s  de tratam iento^ de l a  duración de lo s  tra tam ien to s 
y de l a  n a tu ra leza  del su b s tra to  tra ta d o , l a  su p e rfic ie  
tra ta d a  re s u lta n te  puede se r  ( 1) conductora, de forma que 
l a  su p e rfic ie  pueda se r re c u b ie r ta  e le c tro lític a m e n te  con 
fa c il id a d  mediante la s  té c n ica s  convencionales o (2 ) no 
conductora. En e s te  últim o caso, l a  su p e rfic ie  t ra ta d a  con­
tie n e  puntos ac tiv o s o c a ta l í t i c o s  que l a  hacen suscep ti­
b le  a un nuevo tra tam ien to  por procedim ientos de recu b ri­
miento no e le c t r o l í t i c o s  que producen un revestim ien to  con­
ductor sobre l a  su p e rfic ie  p lá s t ic a . Este revestim iento  
conductor es después su scep tib le  de se r re cu b ie rto  por pro­
cedimientos e le c t r o l í t i c o s  convencionales.

Los su b s tra to s  tra ta d o s^ re su lta n te s  del contacto  
de l a  su p e rf ic ie  tra ta d a  con sesq u isu lfu ro  de fó sfo ro  o 
con fó sfo ro  elem ental con una solución de una sa l  m etá lica , 
pueden se r sometidos a un procedimiento que ha sido cono­
cido en la  técn ica  como recubrim iento no e le c t r o l í t i c o  o 
recubrim iento químico. En un procedimiento t íp ic o  de recu­
brim iento no e le c t r o l í t i c o ,  una su p e rfic ie  c a ta l í t i c a  se 
pone en contacto  con una solución de sa l  m etá lica  en condi­
ciones en la s  cuales e l  ión  m etálico de l a  sa l es reducido 
a l  estado m etálico y-depositado sobre l a  su p e rfic ie  cata­
l í t i c a .  El uso de es te  procedim iento con lo s  productos de
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e s ta  invención se basa en lo s  puntos m etálicos c a ta l í t ic o s  
depositados sobre l a  su p e rfic ie  como re su ltad o  del t r a t a ­
miento con la  solución de sa l o complejo m etálico de e s ta  
invención. Un baño de tra tam ien to  químico adecuado para la  
deposición de un- revestim iento  de n íquel sobre l a  super­
f i c i e  c a ta l í t i c a  producida de acuerdo con e l  procedimiento 
de la  invención puede comprender, por ejemplo, una solu­
ción de sa l de n íquel en una solución acuosa de h ip o fo s fl-  
to . Los h ip o fo s fito s  adecuados son lo s  h ip o fo s f ito s  de me­
ta le s  a lc a lin o s  como h ip o fo sfito  sódico e h ip o fo s fito  po­
tá s ic o  y lo s  h ip o fo s f ito s  de m etales a lc a lin o -tó rre o s  como 
h ip o fo s fito  cá lcico  e h ip o fo s f ito  b á ric o . O tras sa le s  metá­
l ic a s  adecuadas para uso en e l  baño de tra tam ien to  químico 
son la s  sa le s  m etá licas an tes d e sc r ita s  a l- r e fe r irn o s  a l 
tra tam ien to  con sa l  m etá lica  del su b s tra to  tra tad o  con 
fó sfo ro  de l a  invención. Otros medios reduc to res son forma! 
dehido,. hidroquinona e h idrazina.E nlassolucion.es o baííos 
de recubrim iento químico se incluyen o tro s agentes como re ­
guladores de pH, agentes complejantes y o tros a d itiv o s .

Los su b s tra to s  tra ta d o s  de l a  invención que son 
conductores pueden ser re  cub iertos e le c tro lític am en te  por 
procedim ientos conocidos. El a r t íc u lo  es u tiliz a d o  general­
mente como cátodo. El m etal que se desea d ep o sita r se di­
suelve generalmente en un baño acuoso e le c t r o l í t i c o ,  aun­
que pueden, emplearse' o tro s medios. En gen era l, puede em­
p lea rse  un ánodo m etálico so lub le del m etal que ha de se r 
depositado. Sin' embargo,, en algunos casos se u t i l i z a  un 
ánodo de carbón u o tro  ánodo in e r te .  Los m etales, so lucio­
nes y condiciones adecuadas para la  e lcctrodcposic ión  es­
tán  d e sc rito s  en l a  obra lle ta ! F in ish ing  Guiacbcok Direo-
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to ry  para 1967,- publicado por M etals and P la s t ic s  P ub li- 
ca tions, Inc. \7estwood, N .J.

Los s ig u ie n te s  ejemplos sirven  para  i l u s t r a r  la  
invención pero no se pretende que l a  lim ite n . Salvo* in­
dicación  en co n tra rio , todas la s  tem peraturas se dan en 
°C y se entiende que la s  p a r te s  es tán  expresadas en p a rte s  
en peso.
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- EJEMPLO 1
Una m uestra de lámina de p o lip rop ilen o  se sumerge 

durante 2 minutos en una solución que contiene 2 % en peso 
de sesqu isu lfu ro  de fó sfo ro  en una mezcla de 700 mi de 
t r ic lo r o c t i le n o , 700 mi d e .p e rc lo ro e tilen o  y 14 mi de e ta -  
no l, a 70°C. Después l a  m uestra se sumerge durante 10 mi­
nutos en una so lución  de p iro fo s fa to  de cobre a 60°C. La 
solución de p iro fo s fa to  de cobre se prepara agregando a l  
agua lo s  s ig u ie n te s  in g red ien te s , seguido de d ilu c ió n  bea­
t a  6 l i t r o s  de solución y f i l t r a c ió n :  223 g de óxido de co 
b re , 2660 g de t r ih id ra to  de p iro fo s fa to  te tra p o tá s ic o ,
123 g de ácido oxálico, 40 g- de amoniaco acuoso a l  30 % 
en volumen y 61,2  g de ácido n í t r ic o  acuoso a l  70 % en 
volumen. Sobre l a  s u p e r f ic ie .d e l p o lip rop ilen o  se produce 
un revestim ien to  ro jo  conductor de co b re -fó sfo ro -azu fre .
A continuación, se unen adherentemente unas capas de ñique! 
y  cromo a l  po lip rop ileno  mediante e lec trodeposic ión  de la  
sigu ien te .fo rm a: lo s  a r t íc u lo s  son re c u b ie r to s  en un balo 
de n íquel sem ib rillan te  (Harshaw Co.), empleando una den­
sidad de co rr ien te  de 50 amperios/pie^ (0,054 amperios/cm^) 
seguido de recubrim iento en un baño de n íque l b r i l l a n te  
(Karshaw Co.), a una', densidad de co rrien te  de 50 am perios/ 
pie^ (0,054 amperios/cm^) y después recubriendo en un balo
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1 de cromo (U dylite Corp.), a ana densidad de co rrien te  de 
150 amperios/pie^ (0,162 aniperios/cm^).

EJEIvIPLOS- 2-14
Siguiendo e l  procedimiento del'Ejem plo 1, se ob tic

s ne un rcvestiin ien to  de m e ta l-fó sfo rc -asu fre  sobre lo s  s i  
gu ian tes p lá s tic o s , empleando una solución a l  2 % de ses- 
qu isu lfu ro  de fó sfo ro  en t r ic lo r o e t i le n o  y p e rc lo ro e ti le -
nó, seguido de e;rposicj.ón del p lá s tic o  a s i  tra tad o  a lo s  
batios de sa le s  m etá licas ind icados. La Tabla 1 estab lece

10 f e l  p lá s t ic o , e l  bailo de sa l m etá lica  y e l  aspecto del re ­
vestim iento  re su lta n te  d e l m sta l-fó sfo ro -azu fre .
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TABLA I

mü* P lá s tic o Baño de sa l  m etá lica
2 P o lip rop ileno P iro fo sfa to  de cobre en agua
3 P o lip rop ileno S u lfa to  de n íque l amoniacal
4 P o lip rop ileno S u lfa to  de cobre
5 Polipropileno. S u lfa to  de n íquel amoniacal
6 P o lie t i le n o S u lfa to  de n íquel amoniacal
7 Acetato 3e p o l iv in i lo /c ío S u lfa to  de n íquel amoniacal

ru ro  de p o liv in ilo -
8 . P o lip ro p ilen o  cargado S u lfa to  de níquel amoniacal .

9 ABS Sulfato  de níquel amoniacal

10. P o lip rop ileno P iro fo s fa to  de cobre en agua
11 P o lie t i le n o  - P iro fo sfa to  de cobre en agua

12 A cetato de p o l iv in i lo /c lo P iro fo s fa to  de cobre en agua
ru ro  de p o liv in ilo

13 P o lip rop ileno  cargado P iro fo s fa to  de cobre en agua

14 ABS P iro fo s fa to  de cobre en agua

25

50



___ _ -_____ Bario de s a l  m etá lica
P iro fo s fa to  de cobre en agua 
S u lfa to  de n íq u e l amoniacal 
S u lfa to  de cobre 
S u lfa to  de n íq ue l amoniacal 
S u lfa to  de n íquel amoniacal 

l i lo /c ln  S u lfa to  de n íquel amoniacal
.lo  '
^ado S u lfa to  de n íquel amoniacal

Sulfa to  de n íquel amoniacal

P iro fo s fa to  de cobre en agua 
P iro fo s fa to  de cobre en agua

a i lo /c lo  P iro fo s fa to  de cobre en agua 
n ilo
gado P iro fo s fa to  dé cobre en agua

P iro fo s fa to  de cobre en agua

______ Aspecto
Revestim iento ro jo  
Revestim iento negro 
Revestim iento cobreado 
Revestim iento negro 
Revestim iento g r i s  
R evestim iento negro

Revestim iento negro y 
am arillo

Revestim iento de color 
p iz a rra

Revestim iento ro jo
R evestim iento ambarino 

tra n sp a re n te
Revestim iento g r i s  o liv a  

mate
Revestim iento marrón y 

am arillo
R evestim iento g r i s  o liva

b r i l l a n te
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28240
EJEMPLO 15

Se sumerge una p laca moldeada de po lip rop ilen o , 
durante 5 minutos, en una solución a l  1 % de sesq u isu lfu - 
ro  de fó sfo ro  en t r io lo ro e ti le n o  a l a  tem peratura ambien­
te ,  se enjuaga con agua e inmediatamente se somete durante 
10 minutos a una solución acuosa que contiene 0,063 moles 
por l i t r o  de su lfa to  de n íquel y 2,5  moles por l i t r o  de 
amoniaco, mantenida a 60°C. Despuós de secar, l a  su p erfi­
cie p lá s t ic a  negra tie n e  una r e s is te n c ia  de 10.000 ohmáx/x

EJEMPLO 16
Se sumerge durante 15 minutos una p laca de po lip ro ­

p ileno  en un baño a 50° que contiene t r io lo ro e t i le n o  y des 
pués se t r a t a  como en e l  Ejemplo 15. La r e s is te n c ia  de la  
su p e rfic ie  p lá s t ic a  tra ta d a  re su lta n te  es de 3000 ohmios/c: 
La muestra se recubre e lec tro lític am e n te  dando una t i r a  de 
n íquel sem ib rillan te  de 0,3 m ils ( 0,0076 mm) y  una t i r a  de 
1,7 m ils (0,043 mm) de espesor de cobre ácido sobre la  
misma. Se determina la  adhesión que es de 10,0 l ib ra s /p u l-  
gada ( 1,79 kg/cm).

EJIRIPLO 17
Un laminado resin o so  de re s in a  opóx ida/fib ra  de v i­

d rio  se sumerge durante 5 minutos en una solución a l  1,3 /  
de sesqu isu lfu ro  de fósfo ro  en cloruro  de m etileno a la  
tem peratura ambiente, se seca a l  a ire  durante 10 segundos 
y despuós se sumerge durante 10 minutos en una solución 
amoniacal de su lfa to  de níquel a 60°C. La re s is te n c ia  del 
depósito  previo neto es de 500 ohmios/cm. A continuación 
e l  laminado es recu b ie rto  e le c tro lític a m e n te .

EJEMPLOS 18-26
Se prepara una solución a i  2 % de sesqu isu lfu ro  de



fó sfo ro  en lo s  d iso lv en tes  ind icados-a  continuación* Des— 
puós se sumergen unas m uestras de p o lip rop ileno ,. ABS, re ­
sin a  fe n ó lic a , re s in a  epóxida y- cloruro  de p o liv in i lo  en 
la -so lu c ió n  de sesq u isu lfu ro  de fó sfo ro  durante 3 minutos 
a 50°C y se t r a n s f ie r e  a un baño de su lfa to  de n íquel amo­
n ia c a l .a  65°C, .durante 30 m inutos. Cada una de la s  expe­
r ie n c ia s  se r e p i te  sustituyendo e l  n íquel por un baño que 
contiene una solución.am oniacal de su lfa to  de cobre a l  5 % 
En todos lo s  casos, se forma e l  compuesto de m eta l-fó sfo - 
ro-azufre^

Ejemplo D isolvente
18 Triclorómetaño
19 T etrac lo ruro  de carbono
20 T rio loroetaño
21 Benceno
22 Tolueno
23 Trementina
24 D ecalina
25 ' Dimetilformamida
26 D im etilsu lfóx ido .

EJEMPLO 27-
Siguiendo e l procedimiento d e l Ejemplo 18, se emplean 

la s  s ig u ie n te s  sa le s  m etá licas én. un bailo de sa l  m etá lica  
para obtener un compuesto de m eta l-fó sfo ro -azu fre : cloru­
ro  de n íque l, n i t r a to  de n íquel, ace ta to  de n íque l, fo r-  
miato de n íquel, c i t r a to  de n íq ue l, n i t r a to  de p la ta , cío 
ru ro  de h ie rro  y clo ruro  de cobalto .

EJEmPLO 28
Siguiendo e l procedim iento del Ejemplo 18, lo s  s i ­

gu ien tes su b stra to s  son dotados de un revestim ien to  m etá li-
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-co adhcren te: re s in a  novolao, cordel de algodón, Teflón, 
cartón, cuero, caucho, m asonita, cerámica, madera, lexan 
(po lica rbona to ), nylon, p o l ia c e ti lo , a c r i l ic o  (p lcx ig la ss)  
y p o lie s tire n o .

EJEMPLO 29 .
Un laminado de re s in a  ep ó x id a/fib ra  de v id rio  se 

sumerge durante 5 minutos a l a  tem peratura ambiente en una 
solución a l -1 % de sesqu isu lfu ro  de fósfo ro  d isu e lto  en 
una mezcla d iso lven te 2:1 (en volumen) de t r ic lo r o o t i l e -  
no y cloruro  de m etileno. Después de enjuagar en un baño 
de agua, e l laminado se sumerge durante 15 minutos en una 
solución acuosa, a 65°C, que contiene 0,063 moles por l i ­
t ro  de su lfa to  de n íquel y 2,5  moles por l i t r o  de amonia­
co. La muestra se enjuaga con agua y después se sumerge en 
un baño acuoso no e le c t r o l í t i c o  de cobre, durante 10 minu 
tos*a l a  tem peratura ambiente. El baño no e le c t r o l í t ic o  
de cobre tie n e  l a  sig u ien te  composición:
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CuH0^.3Hg0 15 g / l i t r o
NaHCÔ 10 g / l i t r o
Sal de R ochelle 30 g / l i t r o
NaOH 20 g / l i t r o
Formaldebido (37 / ) 100 m l / l i t ro
Después de secar l a  muestra, se recubre e le c t r o l í ­

ticam ente con una capa de 0,3 m ils ( 0, 0C76 mm) de n íquel 
sem ib rillan te  y 1,7 m ils (0,043 m&) de cobre ácido.

EJE1TL0 30
Un laminado de re s in a  ep ó x id a /fib ra  de v id rio  se 

t r a t a  como en e l  Ejemplo 29 a excepción de que ce u t i l i z a  
un baño no e le c t r o l í t ic o  de n íquel en lugar de un baño 
no e le c t r o l í t i c o  de cobre. El baño de n íquel no e le c tro -
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Utico tiene la siguiente composición

NiSO.4
Gitrato sódico 

Hipofosfito sódico 

Sulfato magnésico 
Agua
La m uestra se sumerge én e l baño a 85°C durante 

10 minutos y después se recubre e le c tro lític a m e n te  en 
l a  forma d e sc r ita  en e l  Ejemplo 29.

Un juego de cuatro d iscos de p o lip rop ileno  se su­
merge en una solución a l  1 % de sesq u isu lfu ro  de fó sfo ro  
en p e rc lo ro o tilen o , durante 15 minutos a unos 32, 5°C y 
después durante 15 minutos en una so lución  acuosa de clo­
ru ro  de cobre /e tilend iam ina a 70°C. Un segundo juego de 
cuatro d iscos se somete a l  mismo procedim iento, a excep­
ción de que son sum ergidos.durante 2 minutos en perc lo ro  
e ti le n o  a 65°C an tes de se r sometidos a l a  acción del ses 
q u isu lfu ro  de fó sfo ro . Ambos juegos de d iscos tra tad o s  
son después lavados, secados y re c u b ie rto s  e le c t r o l í t i c a ­
mente de forma id é n tic a , para formar unas capas de 3 m ils 
(0,076 mm)'de n íquel IVatts'- sobre lo s  mismos. La adhesión 
máxima media del prim er juego de d iscos es de 4,4  l i b r a s /  
pulgada (0,79 kg/cm^) y la .adhesión  máxima media del so- 
gundo juego es de 32,8 lib ra s /p u lg a d a  ( 5,86 kg/cm).

Se obtienen re su ltad o s  s im ila res  cuando se emplean 
o tro s  d iso lv en te s  como benceno, acetona y análogos en una 
fa se  de tra tam ien to  p rev ia  a l a  exposición a l  sesqu isu lfu ­
ro  de fó s fo ro . s

De l a  misma forma que en -e l Ejemplo 31, lo s  métodos

EJEHPLO 31
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de lo s  ejemplos a n te r io re s  pueden se r  modificados análoga­
mente añadiendo un tra tam ien to  previo con d iso lven te  par­
r a  aumentar l a  adhesión del revestim ien to  m etálico a la  
su p e rfic ie  de lo s  su b s tra to s .

BJEHPL0 32
Se. re p i te  e l  Ejemplo 1 6 a  excepción de que se em­

p lea  ABS en-lugar de po lip rop ileno  y se emplea p erc lo ro - 
e tile n o  en lugar de t r ic lo r o e t i le n o .

EJEMPLOS 33-41:;
Unas m uestras de po lip rop ileno  se sumergen en un 

baño que contiene t r ic lo r o e t i le n o , durante e l  periodo de 
tiempo y a l a  tem peratura indicados más ade lan te . A conti 
nunción la s  m uestras se sumergen en una solución a l  0,5  % 
de fó sfo ro  en t r ic lo r o e t i le n o  a 30°C, durante 2 minutos 
y después en una capa de agua que se mantiene sobre l a  su 
p e r f ic ie  de l a  solución de fó sfo ro , durante 2,5  minutos a 
30°C. Las m uestras se sumergen en mi baño que contiene 
UiClg,- etilcndiam ina y sosa cáustica  durante 15 minutos 
a 7 O^C, se lavan con agua a 55°C durante 5 minutos y se 
secan a 85°C durante 20 minutos. El tiempo de tran sfe ren ­
cia en tre  cada baño es de 1 minuto. A continuación la s  
m uestras se recubren e lec tro lític am e n te  con unas capas de 
3+0,5 m ils (0,076+0,0127 mm) de n íquel Watts y so d e te r­
mina la  adhesión. El tiempo durante e l cual la  muestra es 
t á  sumergida en e l  baño de t r ic lo r o e t i le n o , l a  temperatu­
r a  d e l baño y l a  adhesión media re su lta n te  se encuentran 
en l a  la b ia  VII.

30
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'TABLA VII
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Tiempo,minutos Temperatura, °C R esis ten c ia  de lib ra s /p u lg a d a
2 30 9,3 (1, 66)
4 30 7 ,5 (1,34
2 40 12,1 (2,16)
4 40 12,1 (2, 16)
2 . 50 19,4 (3,47)
2 60 25,6 (4,58)
4 60 24,6 (4,40)
2 65 32,0 (5,72)
4 65 29,9 (5,35)

telado. k g / es)

La habla a n te r io r  pone de m anifiesto  e l  espeotaca-
l a r  e fec to  de l a  tem peratura del baño de tra tam ien to  previo 
con d iso lv en te  sobre l a  adhesión f in a l  d e l revestim ien to  me 
tá l ic o  a l  su b s tra to .

EJEMPLO 42
- Se re p ite n  lo s  Ejemplos 33-41 con l a  excepción de 

que e l  d iso lv en te  empleado para e l tra tam ien to  previo es 
p e rc lo ro e tile n o .

EJBIPLO 43
Se re p ite n  lo s  ejemplos 33-41, a excepción de que 

e l  d iso lv en te  empicado para e l  tra tam ien to  previo es benetmo.
Pueden in tro d u c irse  v a rio s  cambios y m odificacio­

nes en e l  procedimiento y en lo s  productos de e s ta  invenciór 
s in  apar harse del e s p í r i tu  y e l alcance de l a  misma,. Las d i 
v ersas re a liz a c io n e s  de l a  invención d e s c r ita s  aquí sirven  
para i l u s t r a r l a  pero no se pretende que l a  lim iten .

En resumen, l a  Paten te de Invención que se s o l ic i te  
deberá re c a e r  sobre la s  s ig u ien te s :
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NUMERO 582

REIVINDICACIOnRH 3 8 2 4 0 2
1 .-  Un procedim iento de m etalizado que consis­

te  en: (1 ) someter un su b s tra to  a l a  acción de sesq u isu lfu - 
ro  de fósfo ro  para d ep o s ita r  sesqu isu lfu ro  de fósforo  sobre 
l a  su p e rfic ie  del su b s tra to ; ( 2) someter l a  su p e rf ic ie  t r a ­
tada con sesqu isu lfu ro  de fo sfo ro  a l a  acción de una so lu ­
ción de una sa l m etá lica  o de un complejo de l a  misma con 
objeto de formar un revestim ien to  de m eta l-fó sfo ro -azu fre , 
en e l que dicho m etal e s tá  seleccionado en tre  lo s Grupos 
IB, IIB, IVB, VB, VIB, VIIB y  V III del Sistema Periódico;
(3) someter l a  su p e rf ic ie  obtenida a un recubrim iento metá­
l ic o  no e le c t r o l í t ic o  para  d ep o s ita r  un revestim iento  con­
ductor no e le c t r o l í t ic o  sobre e l  su b s tra to  tra ta d o ; y (4 ) 
someter e l  su b stra to  r e s u lta n te  de l a  etapa a n te r io r  a un 
recubrim iento e le c t r o l í t ic o  e le c tro lític a m e n te  para deposi­
t a r  un revestim iento  m etálico  adherente sobre e l  r e v e s t i ­
miento conductor no e le c t r o l í t i c o .

2 .  -  Un procedim iento según l a  re iv in d icac ió n  1, 
en e l que se omite l a  etapa ( 3) .

3 .  -  Un procedim iento según la  re iv in d icac ió n  1, 
en el que e l  su b stra to  es un p lá s t ic o .

4 .  -  Un procedim iento según la  re iv in d icac ió n  3 , 
en e l que e l p lá s tic o  es sometido a l a  acción de una solu­
ción de sesqu isu lfu ro .de  fó sfo ro  d isu e lto  en un d iso lven te .

5 .  -  Un procedim iento según l a  R eivindicación 4, 
en e l que e l d iso lven te  es t r ic lo r o e t i le n o  o cloruro  de metí 
leño , e l metal de l a  sa l m etá lica  es n íquel o cobre y e l 
metal e s tá  complejado con amoniaco, amina, quinoleínas o 
p ir id in a s .

6-  Un procedim iento según l a  re iv in d icac ió n  3,
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en e l que e l  complejo de sa l  m etá lica  es un complejo de 
etilendiam ina de una s a l  de cobre.

7 .  -  Un procedim iento según l a  re iv in d icac ió n  3 , 
en e l que por lo  menos un componente del p lá s t ic o  es un p o l í ­
mero term op lástico .

8 .  -  Un procedimiento según l a  re iv in d icac ió n  3, 
en e l que por lo  menos un componente del p lá s t ic o  es p o l i ­
p rop ileno , p o l ie t i le n o , c lo ru ro  de p o l iv in i lo  o un co p o lí- 
mero de in je r to  de p o libu tad ieno , e s tire n o  y a c r i lo n i t r i lo .

9 .  -  Un procedim iento según la s  re iv in d icac io n es 
1 y 4 , en e l que se somete e l  su b s tra to  o e l  p lá s t ic o  a la  
acción de un d iso lven te  orgánico y después se t r a t a  po r e l 
procedimiento de l a  re iv in d icac ió n  4 .

1 0 .-  Un procedim iento según l a  re iv in d icac ió n  9, 
en e l que e l d iso lv en te  es d ic lo ro e tile n o  y e l  p lá s t ic o  es 
p o lip ro p ilen o .

" 1 1 .-  Un procedim iento según l a  re iv in d icac ió n  9,
en e l  que e l d iso lven te  es p e rc lo ro e tile n o  y e l  p lá s t ic o  
es un copolímero de in je r to  de p o libu tad ieno , e s tire n o  y 
a c r i lo n i t r i lo .

1 2 .-  Un procedim iento según l a  re iv in d icac ió n  9, 
en e l que e l d iso lven te  orgánico e s tá  seleccionado en tre  
e l grupo formado por h idrocarburos halogenados, halocarbu- 
ros e h idrocarburos arom áticos.

13 -- Un procedimiento según l a  re iv in d ic ac ió n  12, 
en e l  que e l  d iso lven te  orgánico es t r ic lo r o e t i le n o , p e rc lo ­
ro e tile n o  o benceno.

1 4 .-  Un procedim iento según la s  re iv in d icac io n es 
9 o 12, en e l que l a  su p e rf ic ie  p lá s t ic a  se pone en con­
ta c to  con una so lución  de fó sfo ro  d isu e lto  en un d iso lven te



1C

13

20

25

30

- 25 -

y en e l  que e l metal de dicha sa l m etá lica  e s tá  se lecciona­
do en tre  e l grupo formado por n íq u e l, cobre y p la ta .

15*- Un procedimiento según la s  re iv ind icac iones 
9 ó 12, en e l  que l a  su p e rfic ie  re su lta n te  es re cu b ie rta  
e le c tro lític a m e n te  para d ep o sita r un revestim iento  m etá li­
co adherente sobre l a  su p e rfic ie  p lá s t ic a  tra ta d a .

1 6 . -  Un procedimiento según la s  re iv ind icac iones 
9 ó 12 , en e l que la  su p e rfic ie  tra ta d a  re su lta n te  es re ­
cu b ie rta  no e lec tro lític am e n te  para d ep o sita r un re v e s t i ­
miento conductor no e le c t r o l í t ic o  sobre la  su p e rfic ie  p lá s ­
t i c a  tra ta d a .

1 7 . -  Un procedimiento según l a  re iv in d icac ió n  16, 
en e l que e l  su b stra to  a continuación es recu b ie rto  e le c tro  
lítica m en te  para d ep o sita r un revestim iento  de m etal adhe­
ren te  sobre e l revestimiento conductor no e le c t r o l í t i c o .

1 8 . -  Un procedimiento según la  re iv in d icac ió n  17 , 
en e l que e l  d iso lven te orgánico es t r ic lo r o e t i le n o  y e l 
complejo de sa l m etálica es un complejo de etilend iam ina de 
c lo ru ro  de n íq u e l.

1 9 . -  Se re iv in d ica  por ú ltim o, como objeto  sobre 
e l  que ha de recaer l a  Paten te de Invención que se s o l ic i ta :  
"UN PROCEDIMIENTO DE METALIZADO".

Todo conforme queda d e sc rito  y reivindicado en la  
p resen te  memoria d esc rip tiv a  que consta de v e in tic in co  pági­
nas m ecanografiadas.

Madrid, 3 Agosto 1970
BERNARD UNGRIA p.p

+ -
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